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Dokumentation von Leiterplatten bei Anfrage & Bestellung

LEITERPLATTEN-NUTZER

Argert Sie der enorme Aufwand im Anfragestadium, um die
Layoutinformationen dem Hersteller zu tGbermitteln?

Stort Sie die lange Wartezeit auf das Angebot?
Wollen Sie die Erfassung derB&stelldaten vereinfachen?
Mochten Sie Missverstandnisse minimieren?

LEITERPLATTEN-HERSTELLER
Stort Sie der innerbetrieblicheufwand der Datentibernahn?e

Argern Sie sich Uber die teilweise durftigaformationen von
lhren Kundef

Ist der Aufwand ftr die Angebotskalkulation wirtschaftlich?
Mochten Sie Missverstandnisse minimieren?
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Was ist PCBspecs®?

neue, zentrale Datenbank
far Leiterplattenspezifikationen

Grundlage, Ihre Dokumentation zentral zu speichern, zu bearbeiten
und mit anderen zu teilen.

Verwenden Sieineeindeutige Spezifikation von der Idee bis zur
Lieferung Ihres Produktes durch alle Instanzen der Herstellung.

Warum istdas so wichtig?

Die Leiterplatte ist eines der teuersten Bauelemente
In einer elektrischen Schaltung. Nicht selten das Teuerste!
Leider mit oftmals mangelhafter Spezifikation.
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Bedeutung & Bedingung einer Spezifikation

Eine Leiterplattenspezifikation definiert alle wichtigen Herstellungsangaben fir
ein hochkomplexes elektronisches Produkt.

Avollstandigkeit und Ubersichtlichkeit
Avermeidungvon Spekulationen
ASicherung der Reproduzierbarkeit
AEindeutigkeit
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Zweck einer Dokumentation

4 N
Volistdndige Kenntnis der Falschungssichere
Kosten und Zeitplane Herstellungsspezifikation
N\ J
4 N
Ausfuhrliche und Vollstandig nachvollziehbare
chronologische Detailsicherun Dokumentation
- J
4 N
Gy 1105 U Eindeutigkeit
langfristige Archivierung

Reproduzierbarkeit
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Aktuelle Situation bei
Leiterplattenspezifikationen

UnUber§cpaubare Arlzahl an Datensatzen und ,
ONYRSNDIFINBYa {LISI AFATIFOGAZY
Viele Ruckfragen und Ubertragungsfehler

Unleserliche, unklare und missverstandliche Angaben

ANLAGE, ARCHIVIERUNG UND UBERTRAGUNG DE

DATENSATZE IST ENORM (KGBIERNVANDIG!

>95% der Daten sind nicht kennwortgeschutzt

Tellweise gesamte Dokumentation enthalten
(Schaltplan, Layoutjob, Datenblatter, Bestiickungsdaten, Produktionsdaten)

WAS PASSIERT,

L WENN DIESE DATEN IN DIE FALSCHEN HANDE GE
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Beispielspezifikationen (Textfiles)

Beispiel 1

298wl
dcodes
298w0111
298v0112
298v0101s
298v01l2s
298v0111p
298v0112
298w 01ldr

Cateien zur Platine-nr:

LT
LT
.ger
. ger
. ger
. ger
. ger
. ger
LTxt

mrgaben zum Bohrprogratm:

lwngaben zum auftrag:

833 960 258 w0l

dieser Text

b-Code Tabelle

Layout Leiterseite s1

Layout Bestueckungsseite 52
Loetstopmaske Leiterseite 51
Loetstopmaske Bestueckungsseite S2
Pastensieb Leiterseite s1
Pastensieb Bestueckungseite s2
Bohrprogramm

alle Photoplot-pateien sind im unkomprimierten
Gerberformat mit 3 Wachkommastellen ohne
fueshrende Nullen

Einheit: Inch

Format : Excellon

# Tool code Size (inches) Mo, of holes

T1 0, 0150 3

T2 0. 0300 1

T3 0. 0400 4

T4 0, 0590 2

# Total number of holes 10
EBohrbereich: ®L: 0.0 yl: 0.0

x2: 0.3428 S oy2r 0.2050

Platinengroesse: 0.4950 % 00,3100 1Inch
Toleranz: +0.1mm
Basismaterial: FR4

Leiterplattendicke: 0. Bmm

Kupferstaerke: 0,035 mm
mit partieller verzinnun

™~

Beispiel 2

Datum: 23.85.20088

Platinentyp...: =7-

Format...... X = 182,75mm / ¥ = 67,50mm (08)7qdn)
Lagen.........= —
Material......: Epoxyd oder aehnl. (FR4)
Staerke.......: 1,5-1,6mm
Kupfer........: 38-48um

Bohrungen.....: 292

Stopplack.....: Ja

Gold..........: Hein

Posit.-druck..: Hein

Nullpunkt.....: Links unten

T1: 193 = Durchmesser @,3mm (Durchkontaktierung)
T2: 25 = Durchmesser 8,6mm {Durchkontaktierung)
T3: 51 * Durchmesser 1,1mm (Durchkontaktierung)
Th: 16 = Durchmesser 1,5mm {Durchkontaktierung)
T5: 6 * Durchmesser 3,8mm (Durchkontaktierung)
T6: 1 * Durchmesser 8,5mm (Durchkontaktierung)
Inhalt:

KSH1_7 . TXT (Vorliegender Text als ASCII)

KSH1_7P1.TXT
KSH1_7B3.BMP

(Bauteile- und Positions-Liste)
(Bauteilseite als BitHap)

BOHR .DRL

PLOTG_L1.PLT
PLOTG_L2.PLT
PLOTG_L3.PLT
PLOTG_S1.PLT
PLOTG_S2.PLT
PLOTG_S3.PLT

(Bohr-Programm

(Layout Bauteile-Seite

(Layout Loetseite (Spiegelbild)
{Aussenkontur})

(Stopp-Haske zu L1

(Stopp-HMaske zu L2

{Loet-Maske zu L1

Sieb & Heier)
Gerber})
Gerber)
Gerber})
Gerber})
Gerber})
Gerber)

AEZI0 107 GER.zip

C

Beispiel 3

358=168 mm,
folgender Inhalt:

arte1.pho
artél.rep
art@z.pho
artez2.rep
dimgen@1.pho
dimgen@1._pho |
drlet.drl
drlel.1st
drl@l.rep
sm@121.pho
smB121.rep
smi228 _pho
smB228.rep
spte123.pho
Sptei123.rep
sst@126.pho
sst@126.rep

Lagen, 35%u Cu, 25 Loetstop

TOP ROUTING

TOP ARPERTURE

BOTTOM ROUTIHG

BOTTOM ARPERTURE

PLATINE ABMESSUNG

PLATINE ABMESSUNG ARPERTURE
Bohrdaten GERBER

Bohrdaten

Bohrer LISTE

TOP SOLDER HMASK

TOP SOLDER MASK ARPERTURE
BOTTOM SOLDER MASK

BOTTOM SOLDER MASK ARPERTURE

SOLDER PAST TOP ARPERTURE
SILKSCREEN TOP
SILKSCREEN TOP ARPERTURE

pcbspecs®

SOLDER PAST TOP
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BeispielspezifikationenKxcelfiles

A B C i] E F G H i J [
Partname: BPL Powermanager HM-PC Fax: A B
Partnumber: 179.006-001{002) 1 |Anforderung zur Boardherstellun R
Technical Data: - x_x ng. 75306 pc 1
3 18] 75306 pc 1.*
Multiple Panel win n 4 TOMA T .4, Units: Inches
Thickness: mm Eoards per panel: Anaahl TOD Overlay *GTO
T i A\j Ton §p! ‘ *GTS
Eoardsize ﬁ\) Panelsize \ | s® l (8] k] *GTL
Pinimurm width I 3 M@ ™R * GP1
Minimum spacing: 150 n g n ne2 (GHND) *GP2
slse Trace to Pad and Pad ta Pad Lager rigid les cemifles RT Bottom * GBL
Amaount of Layer: 12 % P Bottom Solder * GBS
\ 2 Bottom Cverlay * GBO
Material s e Joimidgie| | athers 13 Board Outline * GM1
wral | poninia] | 14 Dimensions * GM16
15 Crill Drawing *.GD1
Documents|e|ecmca| layer 179.008-001(002] 0lpho 16 | Excellon-kompatibles N/C-File, Units: Inches; Lochangabe ist Enddurchmessel
Diills: Mumber| 1597 bis 17 |Excellon Bohrfile durchkontaktierie Bohrungel “-Plated. TXT
smallest drillsize a: 04 mm battam 179.008-001(002]_12.pho 18 Excellon Bohrfile nicht-durchkontakt. Bohrung “MNonPlated TXT
laser drills: Humber soldermask bot 179.006-001[002]_KL pho 19
=ald K top 179.008-001[002)_KM.pha 20 Blendenliste (Li] i
burried hale Humber Cream bat 172.006-001002]_KLpha 21 | Grofe: @:@
[alsa burricd Yias) Cream top 172.006-001[002]_KY.pha 22 Anzahl Ldcher:

23 |Anzahl Bohrdurchmesser: ]
sequ. buildup SBLI El Willingdata rigid 172.006-001002]_KW pho 24 |kleinster Bohrdurchmesser: 0.63mm
Heatsink Drilldata plated 179.008-001[002)_drilld.plt 25 kleinste Leiterzugbreite: 0.2mm

= Y R—— 26 |Kleinster Leiterzugabstand: 0.2mm
electr. check: yi 8 27 |LP-Material: FR4
i All Cu7op 28 |Dicke Cu (alle Ebenen): 35um
& w70y 29 |LP-Dicke: smm
Sold ) Probimer/Ep :g 1 30 |Art der Leiterkarte: Multilayer
o7 2 31 |bei Multilayer:  Anzahl der Lagen: 4
a8 3 Laminat 200p+ 2x 70p Cu: B 32 Schichtauibau
% PR e—— 33 Top 35um Cu
leqend prin. 81 : g 34 nt 0.198mm
carbe 22 5 a5 nternalPlane!  25umCu
= — ca, 4.6mm
Wi 34 & 26 InternalPlane2  25um Cu
Bhuemast 95 ; : B a7 0.198mm
@ — 38 Bottom 3aumcu
Surtsce: e 38 8 —— 39
Fb3 132 9 a 40
chom Nt 10  — 41
Chcm.S:gj 1 : 5 42 |Beschriftungsdruck: Top und Bottom
it — & 43 |Oberflache: chem. NifAu
Cushatbaus Ty 105 12 —_— i 44 |Anzahl Boards: 2
Gal. Kompl. Au: el g 45 | gewlnschtes Lieferdatum: 10 AT
gal. Hité, 103 Total 31200

Stecker:
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ca. 240,00 mm I
Mame ml ! ! ' L
L la lmkd 2Lkl A —— 5.0
Leiterplattenbe ——— — - - — 1
Abmessung: 280, | Datenblatt: | Leiterplattenfertigung: 4 |SMD - Schablonenfertigung: [] } e | —
N gen: Anzg Job led_mdc_simp I i
oDname: g us Date
Qualitatsmanagement | ...,
. Erstaufi :
MATERIAL [Vomseh Formblatt s tent
FR2 H H
B = _PCB Specification
Telefon i - M
EP105 Board Identification Leiterplattenbestellung
e | Leiterp| ad
FR3 KC250_ | [ggee | |Z2vedas
|erse s Checksum
Leit{ Project .
Stid Date, Originator Leiterplattenbezeichnung: _T7-44-MLF-1 i
Lief{2 18N i
rollverzinnt__ | [ Prify Board Size Abmessungen (in mmj: 120mm x 80mm
Leit{angeschmaelzen I:Bohrurl Type of board
Bas Type of Laminate Leiterplattendicke (inmmj: 1,8mm
Mat Leiterp Laminate thirkness
KuplLoETMASEEN I Thickness of copper foil Aiobill e NP A I
innel4a (%] nei e 5 2
" FZwei Homg . :;,;,”H;‘;;:’;:;::;;;;;,T,ff_:?g_;;;j:;:“'““*“”*" M Inan | CpLiens | Memprtn
afl siebdrock IR e e ——— :..I......nr--:---:----f--; ------------------ ; ----: --------- E;:-:"';'; """
Photosensi| | AT e s Patemial Tricaram o ‘Lnfﬁni‘ﬂ,“i‘:.-l'-'rf haivs 1:"'EInnr'l"'r';'hlu-"vl' E E.%%“*?ﬁ'%:::t '::::u-:.-: i e
| bereios malen a~s §inished dinenieny T - ol bl
KonfLatsvoplac) §  2otn- DI ac  Seeoerclaa . e e e -

Leiterplatte

SQeZ|f|kat|on

Index: 00

LP-BesticKt ........... EZ-Nr. AN0S0209 Index: 00 1 slaglE ply w
UL-Zulassung VO .........: N@in ER

Leiterplatten — Fomat .....: 253 9x 1381 mm Toleranz:-02 mm RM — R e ——
Basismatedai ............: FRA EN L L o X . (1C. X ]

Leiterplatten — Dicke ......: 32 mm Toleanz :+ 0,1 mm
LagenanzaM ................2 2

Durchikontaldtiert ............:. Ja

Lagenaudau Mulllayer ...: Standard

Kupferdicke Auflen /Innenlagen ... 35pm 7 35um
Kleinste Leerbahnbreite /-abstand.: 0,254mm 7 0,254mm
2 ¢3. 100 Stick

3 Stick
imm

Anzahl Bohrungen ............
Anzahl Bohrdurchmesser ...
Kieinster Bohrdurchmesser ...

Leiterplatten — Kontur ..: rechbeckig

Konturbearbeitung ......: gefrisi
Obertiche ................. HAL blifrei

’ i D-atage sin.

IiIiififlﬁé@&.@g;;iI"'"'"'“"'“" """
eN UND BE K\L&:...__

1 oon Quter Mﬂ l"'l"* |M"

I s be selire

------------------ Fmmmn EmsEmssEssEEEEEE T s EmEmEEE Tl o - A

30 Blacksd Via (o0 300 uni S 1 o e ouf lne
L Filled snd alstied viss L

Datuim: 08.10.2008

Unterschrift des Erstellers ;
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